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合併資產負債表(I)

單位:新台幣千元,除重要指標外

擷取自資產負債表的科目 111/09/30 110/09/30

流動資產

現金及約當現金 670,944 1,245,589

其他流動資產 254,917 207,324

流動資產合計 925,861 1,452,913

非流動資產

金融資產及投資 12,161,335 21,228,332

不動產、廠房及設備 744,980                    747,059

其他非流動資產 71,657 79,288

非流動資產合計 12,977,972 22,054,679

資產總計 13,903,833 23,507,592

111年前3季合併財務報告摘要



合併資產負債表(II)
單位:新台幣千元,除重要指標外

擷取自資產負債表的科目 111/09/30 110/09/30

負債總計 110,623 613,722

歸屬於母公司業主之權益

股 本 7,495,894 6,814,449

資本公積 82,065          80,000

保留盈餘

法定盈餘公積 429,146                     402,492 

未分配盈餘 2,145,623                 2,882,406

其他權益 3,630,983 12,685,301

歸屬於母公司業主之權益 13,783,711 22,864,648 

非控制權益 9,499 29,222

權益總計 13,793,210 22,893,870

負債及權益總計 13,903,833 23,507,592

重要指標

速動比率 774.44% 223.19%

負債比率 0.80% 2.61%

每股淨值 18.39 33.55
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111年前3季合併財務報告摘要
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合併綜合損益表
單位:新台幣千元，除每股盈餘外

111年第3季 110年第3季 111年前3季 110年前3季

營業收入 34,900 72,830              137,784                183,889

營業成本 (38,590) (44,856) (128,255) (122,999)

營業毛利 (3,690) 27,974 9,529                  60,890  

營業費用 (109,576) (120,787) (361,991) (324,471)

營業損失 (113,266) (92,813) (352,462)             (263,581)

稅前淨利(損) (100,321)              367,380            624,562             276,428

本期淨利(損) (100,321) 417,858 569,781 265,185

淨利(損)歸屬予:

母公司業主 (92,966)               420,437                 586,907              270,519

非控制權益 (7,355) (2,579) (17,126) (5,334)

(100,321) 417,858 569,781 265,185

每股盈餘 (元) (0.12)                  0.56                  0.78            0.36

111年前3季合併財務報告摘要



產品開發與2023年展望
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項目 產品

1 觸控控制晶片

A.  次世代觸控產品 H2/2023 量產

B.  支援MPP2.6及USI 2.0 規格

2 主動筆控制晶片

A. USI 2.0 取得Google及Intel認證

B. MPP2.6 預計11月/2022取得Microsoft認證

3 麥克風控制晶片

TWS : Q1 / 2023 開始出貨

NB :    Q2 / 2023 開始出貨

4 系統產品

AR/VR直播機及智慧白板 Q1 / 2023 開始出貨
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